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DESCRIPCION
Sistema de disipacioén de calor
Referencia cruzada a solicitudes relacionadas

Esta solicitud no provisional reivindica prioridad a la solicitud de patente N.° 104221183 presentada en Taiwan,
R.D.C. el 30 de diciembre de 2015.

Sector de la técnica

La divulgacién se refiere a un sistema de disipacion de calor, mas particularmente a un sistema de disipacion de
calor movil.

Estado de la técnica

Los productos electronicos, tales como las tabletas o los ordenadores portatiles, se han desarrollado para ser mas
potentes porque en su interior se proporcionan componentes electronicos, como la unidad central de
procesamiento (CPU, por sus siglas en inglés, central processing unit) de alto rendimiento y la unidad de
procesamiento grafico (GPU, por sus siglas en inglés, graphics processing unit) de alto rendimiento. Sin embargo,
los componentes electrénicos de alto rendimiento requieren mas energia para funcionar, lo que genera una gran
cantidad de calor. Si no se elimina el calor, el rendimiento de los componentes electronicos se vera degradado por el
sobrecalentamiento y, por lo tanto, los componentes electréonicos se apagaran. Pueden encontrarse ejemplos y
realizaciones de un sistema de disipacion de calor de la técnica anterior en la patente de Estados Unidos
2010/328878 A1.

Hay dos tipos de sistemas de disipacion de calor adaptables para enfriar fuentes de calor dual: el sistema de
disipacion de calor independiente y el sistema de disipacion de calor con puente térmico. El sistema de disipacién de
calor independiente incluye dos médulos de disipacién de calor para enfriar respectivamente dos fuentes de calor,
pero los dos modulos de disipacion de calor estan aislados térmicamente entre si. El sistema de disipacion de calor
con puente térmico incluye dos médulos de disipacion de calor para enfriar respectivamente dos fuentes de calor y
ademas incluye un tubo de calor conectado térmicamente a los dos médulos de disipacion de calor. Por lo tanto,
cuando una de las fuentes de calor genera mas calor, el calor excedente transferido a uno de los médulos de
disipacion de calor se transferira adicionalmente al otro moédulo de disipacion de calor a través del tubo de calor. Es
decir, los dos médulos de disipaciéon de calor pueden enfriar las dos fuentes de calor juntas a través del tubo de
calor, lo que evita que un solo médulo de disipacién de calor produzca demasiado calor para mantener la eficiencia
de enfriamiento. Ademas, el tubo de calor esta fijado a los dos mdodulos de disipacion de calor mediante soldadura,
por lo tanto, las posiciones de los dos médulos de disipacion de calor, asi como de las dos superficies de absorcion
de calor en los mismos, estan fijadas con respecto al tubo de calor. Por lo tanto, durante el montaje de los
componentes electrénicos, los componentes electronicos (fuentes de calor) deben montarse en etapas especificas
para que coincidan con las posiciones de las superficies de absorcién de calor. En tal caso, el sistema tradicional de
disipacion de calor con puente térmico solo puede adaptarse a pocos productos electrénicos especificos, por lo que
tiene un alcance de aplicacion limitado. Incluso si los componentes electronicos se montan en las etapas
especificas, los componentes electronicos pueden inclinarse por la desviacidon posicional. Las superficies de
absorcion del sistema de disipacion de calor pueden no coincidir con los componentes electronicos inclinados, lo que
da lugar a un contacto térmico deficiente entre los mismos y, por lo tanto, disminuye la eficiencia de enfriamiento.

Objeto de la invencidn

La presente divulgacion proporciona un sistema de disipacion de calor para resolver el problema de que el sistema
de disipacion de calor tradicional esta en contacto térmico deficiente con las fuentes de calor y tiene un alcance de
aplicacion limitado. La realizacion principal se detalla en la reivindicacion independiente.

En las reivindicaciones dependientes se detallan realizaciones adicionales.

Descripcion de las figuras

La presente invencion se comprendera mas completamente a partir de la descripcion detallada que se proporciona a
continuacioén y de los dibujos adjuntos que se proporcionan solamente a modo de ilustracion y por lo tanto no son

limitativos de la presente invencién y en los que:

la figura 1 es una vista en perspectiva de un sistema de disipacién de calor dispuesto en un producto electrénico
de acuerdo con una primera realizacién de la divulgacion;

la figura 2 es una vista en perspectiva del sistema de disipacion de calor de la figura 1;
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las figuras 3A-3B son vistas conceptuales que muestran el funcionamiento del sistema de disipacion de calor de
la figura 1; y

la figura 4 es una vista en perspectiva de un sistema de disipacion de calor de acuerdo con una segunda
realizacién de la divulgacion.

Descripcion detallada de la invencién

En la siguiente descripcion detallada, para fines de explicacién, se exponen numerosos detalles especificos para
proporcionar una comprensién completa de las realizaciones divulgadas. Sin embargo, sera evidente que una o mas
realizaciones pueden practicarse sin estos detalles especificos. En otros casos, se muestran esquematicamente
estructuras y dispositivos bien conocidos para simplificar el dibujo.

Por favor, refiérase a la figura 1, que es una vista en perspectiva de un sistema de disipacion de calor dispuesto en
un producto electronico de acuerdo con una primera realizaciéon de la divulgacion. Como se muestra en la figura 1,
se proporciona un sistema de disipacion de calor 1. El sistema de disipacion de calor 1 es, por ejemplo, adaptable a
un producto electrénico tal como una tableta o un ordenador portatil. El sistema de disipacién de calor 1 sirve para
eliminar el calor generado por componentes electrénicos tales como la CPU y la GPU dispuestos en el producto
electrénico. Como se muestra en la figura 1, el sistema de disipacion de calor 1 esta dispuesto en el producto
electronico 9 para eliminar el calor generado por una primera fuente de calor 91 y por una segunda fuente de
calor 92. En esta realizacion, la primera fuente de calor 91 es una CPU y la segunda fuente de calor 92 es una GPU,
pero la presente divulgacion no esta limitada a esto. En otras realizaciones, la primera fuente de calor 91 puede ser
la GPU, y la segunda fuente de calor 92 puede ser la CPU.

El sistema de disipaciéon de calor 1 se describira a continuacién. Por favor, refiérase a la figura 1 y a la figura 2. La
figura 2 es una vista en perspectiva del sistema de disipacion de calor de la figura 1. En esta realizacion, el sistema
de disipacion de calor 1 incluye un primer médulo de disipacién de calor 10, un segundo mddulo de disipacion de
calor 20 y un tubo de calor puente 30. El primer médulo de disipacién de calor 10 sirve para eliminar el calor
generado por la primera fuente de calor 91. El segundo médulo de disipacion de calor 20 sirve para eliminar el calor
generado por la segunda fuente de calor 92. El tubo de calor puente 30 estéd en contacto térmico con el primer
modulo de disipacion de calor 10 y con el segundo médulo de disipacion de calor 20.

En detalle, el primer médulo de disipacion de calor 10 incluye un primer miembro de absorciéon de calor 110, un
primer miembro de conduccién de calor 120 y un primer miembro de disipacion de calor 130. El primer miembro de
absorcion de calor 110 esta hecho de materiales de alta conductividad térmica tales como hierro, aluminio o aleacién
de hierro y aluminio. El primer miembro de absorcion de calor 110 tiene una primera superficie de absorcién de
calor 111 para estar en contacto térmico con la primera fuente de calor 91 y absorber el calor generado por la
primera fuente de calor 91.

El primer miembro de absorcion de calor 110 esta en contacto térmico con el primer miembro de disipacion de
calor 130 a través del primer miembro de conduccién de calor 120. Es decir, el primer miembro de conduccion de
calor 120 esta en contacto térmico con el primer miembro de absorcién de calor 110 y con el primer miembro de
disipacion de calor 130. Especificamente, en esta realizacién, el primer miembro de conduccién de calor 120 es un
conjunto de tubos de calor que tiene una pluralidad de tubos de calor 121. Un extremo del tubo de calor 121 esta en
contacto térmico con el primer miembro de absorcién de calor 110 mediante, por ejemplo, adhesion o soldadura. El
primer miembro de disipacion de calor 130 es un conjunto de disipadores de calor que tiene dos disipadores de
calor. El otro extremo del tubo de calor 121 esta en contacto térmico con los disipadores de calor del primer miembro
de disipacién de calor 130 mediante, por ejemplo, adhesion o soldadura. Especificamente, en esta realizacion, dos
de los tubos de calor 121 estan en contacto térmico con uno de los disipadores de calor del primer miembro de
disipacion de calor 130, y los otros dos de los tubos de calor 121 estan en contacto térmico con el otro de los
disipadores de calor del primer miembro de disipacién de calor 130. Por lo tanto, el calor absorbido por el primer
miembro de absorcién de calor 110 puede transferirse al primer miembro de disipacién de calor 130 a través del
primer miembro de conduccién de calor 120 y posteriormente disiparse mediante el primer miembro de disipacion de
calor 130. La presente divulgacién no se limita a la cantidad de tubos de calor del primer miembro de conduccién de
calor 120 o a la cantidad de disipadores de calor del primer miembro de disipaciéon de calor 130. En otras
realizaciones, el primer miembro de disipacién de calor 130 puede ser un disipador de calor, y la cantidad de tubos
de calor 121 puede ser uno.

Ademas, en esta realizacion, el tubo de calor puente 30 se inserta de forma giratoria en el primer miembro de
disipacion de calor 130, por lo que el primer médulo de disipacion de calor 10 puede girarse con respecto al tubo de
calor puente 30 alrededor de un eje de rotacion 31. Se observa que la posicién del tubo de calor puente 30 en el
primer miembro de disipacion de calor 130 puede modificarse de acuerdo con el requisito real. Por ejemplo, el tubo
de calor puente 30 puede insertarse de forma giratoria en una superficie frontal o lateral del primer miembro de
disipacion de calor 130.
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El segundo médulo de disipacion de calor 20 incluye un segundo miembro de absorcién de calor 210, un segundo
miembro de conduccion de calor 220 y un segundo miembro de disipacion de calor 230. El segundo miembro de
absorcion de calor 210 esta hecho de materiales de alta conductividad térmica tales como hierro, aluminio o aleacién
de hierro y aluminio. El segundo miembro de absorciéon de calor 210 tiene una segunda superficie de absorcion de
calor 211 para estar en contacto térmico con la segunda fuente de calor 92 y absorber el calor generado por la
segunda fuente de calor 92.

El segundo miembro de absorcién de calor 210 esta en contacto térmico con el segundo miembro de disipacion de
calor 230 a través del segundo miembro de conduccién de calor 220. Es decir, el segundo miembro de conduccién
de calor 220 esta en contacto térmico con el segundo miembro de absorcién de calor 210 y con el segundo miembro
de disipacion de calor 230. Especificamente, el segundo miembro de conduccién de calor 220 es un conjunto de
tubos de calor que tiene dos tubos de calor 221. Un extremo del tubo de calor 221 esta en contacto térmico con el
segundo miembro de absorcién de calor 210 mediante, por ejemplo, adhesion o soldadura. El segundo miembro de
disipacion de calor 230 es un disipador de calor. El otro extremo del tubo de calor 221 esta en contacto térmico con
el disipador de calor del segundo miembro de disipacion de calor 230 mediante, por ejemplo, adhesion o soldadura.
Por lo tanto, el calor absorbido por el segundo miembro de absorcion de calor 210 puede transferirse al segundo
miembro de disipacion de calor 230 a través del segundo miembro de conduccion de calor 220 y posteriormente
disiparse mediante el segundo miembro de disipacién de calor 230. Se observa que la presente divulgacion no se
limita a la cantidad de tubos de calor 221 del segundo miembro de conduccion de calor 220 o a la cantidad de
disipadores de calor del segundo miembro de disipacion de calor 230. En otras realizaciones, el primer miembro de
disipacion de calor 230 puede ser un conjunto de disipadores de calor que tiene una pluralidad de disipadores de
calor, y la cantidad de tubos de calor 221 puede ser uno.

Ademas, en esta realizacion, el tubo de calor puente 30 se inserta de forma giratoria en el segundo miembro de
disipacion de calor 230, por lo que el segundo modulo de disipacion de calor 20 puede girarse con respecto al tubo
de calor 30 alrededor del eje de rotacion 31. De forma similar, la posicién del tubo de calor puente 30 en el segundo
mddulo de disipacién de calor 20 también puede modificarse.

Por consiguiente, en esta realizacion, dado que el primer médulo de disipacion de calor 10 y el segundo mddulo de
disipacion de calor 20 pueden girarse respectivamente con respecto al tubo de calor puente 30, por ejemplo, en una
direccion de flecha A. Por lo que, puede ajustarse un angulo entre la primera superficie de absorciéon de calor 111
del primer médulo de disipacion de calor 10 y la segunda superficie de absorcion de calor 211 del segundo médulo
de disipacion de calor 20. Por lo tanto, la posiciéon de la primera superficie de absorcidon de calor 111 del primer
moédulo de disipacion de calor 10 o la posiciéon de la segunda superficie de absorcion de calor 211 del segundo
modulo de disipacion de calor 20 puede ajustarse para coincidir respectivamente con las posiciones de la primera
fuente de calor 91 y de la segunda fuente de calor 92.

A continuacion, refiérase a las figuras 3A-3B, que son vistas conceptuales que muestran el funcionamiento del
sistema de disipacién de calor de la figura 1. Como se muestra en la figura 3A, los componentes electrénicos (por
ejemplo, la fuente de calor 91) pueden inclinarse por la desviacidon posicional durante el montaje. En tal caso, la
posicion de la primera superficie de absorcién de calor 111 puede ajustarse para hacer coincidir la fuente de calor 91
girando el primer médulo de disipacion de calor 10, para asegurar suficiente contacto térmico entre la superficie de
absorcion de calor 111 y la fuente de calor 91.

Ademas, dado que las posiciones de la primera superficie de absorcion de calor 111 del primer médulo de disipacion
de calor 10 y de la segunda superficie de absorcion de calor 211 del segundo mddulo de disipacion de calor 20
pueden coincidir respectivamente con las posiciones de la primera fuente de calor 91 y de la segunda fuente de
calor 92, la fuente de calor 91 y la fuente de calor 92 pueden montarse antes de colocar las superficies de absorciéon
de calor. En otras palabras, las superficies de absorciéon de calor aun pueden ajustarse después de montar las
fuentes de calor. Por lo tanto, el sistema de disipacién de calor 1 tiene un alcance de aplicacion amplio en
comparacioén con el sistema de disipacion de calor tradicional.

Después, refiérase a la figura 2, la primera superficie de absorcion de calor 111 del primer médulo de disipacion de
calor 10 y la segunda superficie de absorcion de calor 211 del segundo médulo de disipacion de calor 20 son no
coplanarias para coincidir con las posiciones de las fuentes de calor, pero la presente divulgacion no se limita a eso.
En otras realizaciones, la primera superficie de absorcion de calor 111 del primer moédulo de disipacién de calor 10 y
la segunda superficie de absorcion de calor 211 del segundo médulo de disipacion de calor 20 son coplanarias
cuando los dos mddulos todavia no estan girados con respecto al tubo de calor puente 30.

Ademas, la presente divulgacion no se limita a que tanto el primer médulo de disipacion de calor 10 como el
segundo moédulo de disipacion de calor 20 puedan girarse con respecto al tubo de calor puente 30. Por ejemplo,
refiérase a la figura 4, que es una vista en perspectiva de un sistema de disipacion de calor de acuerdo con una
segunda realizacién de la divulgacion. En esta realizacion, el primer médulo de disipacion de calor 10 y el tubo de
calor puente 30 estan fijados entre si. El segundo médulo de disipacion de calor 20 se hace pivotar en el tubo de
calor puente 30 y el tubo de calor puente 30 se inserta de forma giratoria en el miembro de disipacion de calor 230.
Por lo tanto, solo el segundo médulo de disipacion de calor 20 puede girarse con respecto al tubo de calor puente 30
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(por ejemplo, en la direccidn de la flecha A). El angulo entre la segunda superficie de absorcion de calor 211 del
segundo moédulo de disipacion de calor 20 y la primera superficie de absorcién de calor 111 del primer médulo de
disipacion de calor 10 puede ajustarse girando el segundo mdédulo de disipacion de calor 20.

De acuerdo con el sistema de disipacién de calor analizado anteriormente, tanto el primer médulo de disipacion de
calor como el segundo médulo de disipacion de calor pueden girarse con respecto al tubo de calor puente, de modo
que puede ajustarse un angulo entre la superficie de absorcidon de calor del primer médulo de disipacion de calor y la
superficie de absorcion de calor del segundo médulo de disipacion de calor. Por lo tanto, la posicion de la superficie
de absorcién de calor del primer moédulo de disipacion de calor o la posicion de la superficie de absorcion de calor
del segundo modulo de disipaciéon de calor puede ajustarse para coincidir respectivamente con las posiciones de las
fuentes de calor, para garantizar un buen contacto térmico entre las superficies de absorcion de calor y las fuentes
de calor.

Ademas, dado que las posiciones de las superficies de absorcidon de calor pueden coincidir respectivamente con las
posiciones de las fuentes de calor, durante el montaje de los componentes electronicos, algunos de los
componentes electrénicos pueden montarse en el producto electrénico antes de colocar la superficie de absorcion
de calor. En otras palabras, las superficies de absorciéon de calor aun pueden ajustarse después de montar los
componentes electrénicos. Por lo tanto, el sistema de disipacion de calor de la presente divulgacion tiene un alcance
de aplicacion amplio.
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REIVINDICACIONES
1. Un sistema de disipacion de calor (1), que comprende:

un primer médulo de disipacion de calor (10) que tiene una superficie de absorcién de calor (111) para estar en
contacto térmico con una primera fuente de calor (91);

un segundo médulo de disipacién de calor (20) que tiene una superficie de absorcién de calor (211) para estar en
contacto térmico con una segunda fuente de calor (92); y

un tubo de calor puente (30), el primer médulo de disipacion de calor (10) dispuesto en el tubo de calor
puente (30), el segundo modulo de disipacién de calor (20) pivota en el tubo de calor puente (30) para ajustar un
angulo entre la superficie de absorcion de calor (111) del primer médulo de disipacion de calor (10) y la superficie
de absorcién de calor (211) del segundo médulo de disipacion de calor (20); en el que:

el primer modulo de disipacion de calor (10) comprende un primer miembro de absorcion de calor (110), un
primer miembro de conduccion de calor (120) y un primer miembro de disipacion de calor (130), la primera
superficie de absorciéon de calor (111) esta situada en el primer miembro de absorcion de calor (110) del
primer médulo de disipacién de calor (10), el primer miembro de absorcidén de calor (110) esta en contacto
térmico con el primer miembro de disipacion de calor (130) a través del primer miembro de conduccion de
calor (120), el segundo médulo de disipacién de calor (20) comprende un segundo miembro de absorciéon de
calor (210), un segundo miembro de conduccién de calor (220) y un segundo miembro de disipacion de
calor (230), la superficie de absorcién de calor (211) del segundo mddulo de disipacion de calor (20) esta en
el segundo miembro de absorciéon de calor (210), el segundo miembro de absorcién de calor (210) esta en
contacto térmico con el segundo miembro de disipacion de calor (230) a través del segundo miembro de
conduccién de calor (220), y el tubo de calor puente (30) se inserta de forma giratoria en el segundo miembro
de disipacion de calor (230) y se conecta al primer miembro de disipacion de calor (130) para que el segundo
miembro de disipacion de calor (230) y el primer miembro de disipacion de calor (130) puedan girar uno con
respecto al otro para ajustar el angulo entre la superficie de absorciéon de calor (111) del primer moédulo de
disipacion de calor (10) y la superficie de absorcion de calor (211) del segundo médulo de disipacion de
calor (20).

2. El sistema de disipacion de calor de acuerdo con la reivindicacion 1, en el que el segundo médulo de disipacion
de calor (20) es giratorio con respecto al tubo de calor puente (30) alrededor de un eje (31) del tubo de calor
puente (30).

3. El sistema de disipacion de calor de acuerdo con la reivindicacion 1, en el que el primer modulo de disipacion de
calor (10) se hace pivotar en el tubo de calor puente (30).

4. El sistema de disipacion de calor de acuerdo con la reivindicacion 1, en el que el primer médulo de disipacion de
calor (10) esta fijado al tubo de calor puente (30).

5. El sistema de disipacion de calor de acuerdo con la reivindicacién 3, en el que el primer médulo de disipacion de
calor (10) y el segundo médulo de disipacion de calor (20) giran con respecto al tubo de calor puente (30) alrededor
de un eje (31) del tubo de calor puente (30).

6. El sistema de disipacién de calor de acuerdo con la reivindicacién 1, en el que el primer médulo de disipacion de
calor (10) comprende un miembro de absorcién de calor (110), un miembro de conduccion de calor (120) y un
miembro de disipacion de calor (130), la superficie de absorcién de calor (111) del primer modulo de disipacion de
calor (10) esta situada en el miembro de absorcion de calor (110) del primer médulo de disipacion de calor (10), el
miembro de absorcion de calor (110) del primer médulo de disipacion de calor (10) esta en contacto térmico con el
miembro de disipacion de calor (130) del primer médulo de disipacion de calor (10) a través del miembro de
conduccién de calor (120) del primer médulo de disipacion de calor (10) y el tubo de calor puente (30) se inserta de
forma giratoria en el miembro de disipacién de calor (130) del primer médulo de disipacién de calor (10).

7. El sistema de disipacion de calor de acuerdo con la reivindicacion 6, en el que el miembro de absorcion de
calor (110) del primer médulo de disipacién de calor (10) estéd hecho de hierro, aluminio o aleacién de hierro y
aluminio.

8. El sistema de disipacion de calor de acuerdo con la reivindicacion 6, en el que el miembro de disipacion de
calor (130) del primer médulo de disipacion de calor (10) es un disipador de calor.

9. El sistema de disipacion de calor de acuerdo con la reivindicacion 1, en el que el segundo médulo de disipacion
de calor (20) comprende un miembro de absorcion de calor (210), un miembro de conduccion de calor (220) y un
miembro de disipacion de calor (230), la superficie de absorcion de calor (211) del segundo mddulo de disipacion de
calor (20) esta en el miembro de absorcién de calor (210) del segundo modulo de disipacion de calor (20), el
miembro de absorcion de calor (210) del segundo médulo de disipacion de calor (20) esta en contacto térmico con el
miembro de disipacién de calor (230) del segundo médulo de disipacién de calor (20) a través del miembro de
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conduccién de calor (220) del segundo mdédulo de disipacion de calor (20), y el tubo de calor puente (30) se inserta
de forma giratoria en el miembro de disipacién de calor (230) del segundo médulo de disipacion de calor (20).

10. El sistema de disipacion de calor de acuerdo con la reivindicacion 9, en el que el miembro de absorciéon de
calor (201) del segundo médulo de disipacion de calor (20) estd hecho de hierro, aluminio o aleacion de hierro y
aluminio.

11. El sistema de disipacién de calor de acuerdo con la reivindicacion 9, en el que el miembro de disipacién de
calor (230) del segundo médulo de disipacion de calor (20) es un disipador de calor.

12. El sistema de disipacion de calor de acuerdo con la reivindicacion 1, en el que la superficie de absorcién de
calor (111) del primer médulo de disipacion de calor (10) y la superficie de absorcion de calor (211) del segundo
mddulo de disipacién de calor (20) son no coplanarias.
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FIG. 3A
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FIG. 3B
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